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１．概要（Summary） 

開発中の超小型洗浄装置では、モジュール化を狙い乾

燥装置を多種搭載可能である。そこで、メインと位置付け

ているマランゴニー乾燥装置の乾燥性能（パーティクル増

加量）の分析を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウェハゴミ検査装置 （トプコン WM-3） 

【実験方法】 

マランゴニー乾燥装置で乾燥させた 6 インチのシリコン

ウェハーと、新品シリコンウェハーのそれぞれの表面上の

パーティクルを測定して比較することで、マランゴニー乾

燥装置におけるパーティクル発生の状況を確かめる。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

洗浄処理中のウェハーの写真を Fig. 1 に示す。また、

マランゴニー乾燥後のウェハー表面上のパーティクル測

定結果の例を Fig. 2 に示す。マランゴニー乾燥後のウェ

ハー上のパーティクルは増加していることが確認できたが、

その増加率は小さく、装置の要求性能を満足していること

がわかった。以上の結果から、マランゴニー乾燥装置の

開発をこのまま進める事を決定した。 
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Fig. 1 Silicon wafers under cleaning. 

 

 

  

Fig. 2 Example of particle counting on silicon wafer 

after cleaning and drying. 


